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内容概要

《EDA精品智汇馆：硬件系统工程师宝典》硬件系统设计中的常见需求，设计中需要考虑的各类概要
设计及开发平台的归纳，SI的理论分析及满足SI的常用设计方法，PI的理论分析及满足PI的常用设计方
法，EMC/EMI的理论分析及满足EMC/EMI的常用设计方法，DFX的理论分析及满足DFX的常用设计方
法，电路设计中常用各类器件的原理说明及常用电路的原理图设计，对PCB设计中的布局、布线
及PCB的板级仿真分析进行了归纳分类，对PCB设计的后续工作及PCB加工的技术要求进行了归纳总结
。
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精彩短评

1、介绍的比较全面，资料较新，适合初学
2、干货太少，还是因为我都掌握了。。。
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